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Kategoria

Symbol
efektu

Efekty ksztatcenia

Odniesienie do
efektow
kierunkowych

Wiedza

wWo1

Ma zaawansowang wiedze w zakresu zjawisk fizyki
laseréw, podstaw dziataniu rezonatorow oraz ukfadow
optycznych, w metod przesylu wigzki oraz jej
ogniskowania w maszynach laserowych przeznaczonych
do obrobki réznego rodzaju, w tym oddziatywanie
réznych dtugosci fal monochromatycznych z réznego
rodzaju materiatami.

MiBM1_W02

wo2

Zna, w stopniu zaawansowanym, techniki wytwarzania
czesci maszyn wykorzystujgc procesy utraty spojnosci
materiatéw, ksztaltowanie termiczne materiatbw oraz
zmiany wiasciwosci powierzchni materiatow. Ma wiedze
na temat obroébki i ksztattowania materiatdw przy uzyciu
wigzki laserowej.

MiBM1_W07

W03

Ma rozszerzong wiedze na temat inzynierii powierzchni
obejmujgca laserowe hartowanie powierzchni, obrébki
powierzchniowej z wykorzystaniem ablacji laserowej
oraz laserowego skanowania powierzchni dla réznego
rodzaju materiatdw obejmujgce zagadnienia zwigzane w
projektowaniem i modelowaniem warstwy wierzchniej i
trwatosci powierzchni.

MiBM1_W17

Umiejetnosci

uo1

Potrafi opracowac dokumentacje dotyczacy
projektowania  proceséw  obrébki  laserowej z
wykorzystaniem specjalistycznej terminologii z obszaru
technologii laserowych oraz mechaniki i budowy
maszyn. Potrafi przygotowaé tekst zawierajacy
omowienie wynikow oddziatywania wigzki laserowe;j,
wykorzystujgc rézne narzedzia pracy inzyniera. Potrafi
dokona¢ analizy wptywu parametrow oddziatywania
wigzki laserowej i wykonaé syntezy uzyskanych
wynikow.

MiBM1_U04

uo2

Potrafi zaprojektowaé prosty proces technologiczny
ciecia, hartowania, drgzenia, ksztattowania laserowego i
dobra¢ do tego celu odpowiednie urzadzenia laserowe.

MiBM1_U08

Kompetencje
spoteczne

KO1

Jest gotow do krytycznej oceny wiedzy z zakresu
technologii laserowych oraz koniecznosci pozyskiwania
nowych informacji zaréwno =z literatury, jak i od
ekspertow z technologii laserowych.

MiBM1_KO01

K02

Ma swiadomos¢ waznosci i zrozumienie do
pozatechnicznych aspektéw i skutkow dziatalnosci
inzynierskiej w zakresie technologii laserowych, w tym
wplywu promieniowania laserowego na bezpieczenstwo
innych ludzi oraz wptywu na srodowisko i zwigzanej z
tymi zagadnieniami odpowiedzialnosci.

MiBM1_K02
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Forma
zajec*

Tresci programowe

wyktad

Podstawowe pojecia z zakresu techniki laserowej, podstawy dziatania urzadzen
laserowych, wtasciwosci promieniowania laserowego. Generowanie promieniowania
laserowego dla roznych typéw os$rodka czynnego. Budowa réznych typow
rezonatoréw. Podstawy optyki, w tym ogniskowanie oraz transport wigzki laserowej,
dtugos¢ Rayleigh’a, modowos¢ wigzki. Oddziatywanie zogniskowanej wigzki laserowej
z powierzchnig metali: nagrzewanie, przetapianie, wypalanie i tworzenie sie zjawiska
kanatowego. Podstawowe parametry proceséw technologicznych z wykorzystaniem
wigzki laserowej: moc, predkosé, czestotliwos¢, potozenie ogniska, zastosowanie
réznych uktadéw optycznych oraz gazéw technicznych. Wplyw polaryzacji na efekt
oddziatywania wigzki laserowej. Absorpcyjno$¢ wigzki laserowej podczas obrobki
materiatbw metalowych. Laserowa obrdbka powierzchniowa metali - hartowanie
laserowe i stopowanie z wykorzystaniem selektywnego przetapiania powierzchni.
Laserowe swobodne ksztaltowanie materiatdbw z wykorzystaniem mechanizmu
gradientowego oraz speczeniowego, ksztattowanie swobodne wspomagane
mechanicznie. Projektowanie procesu cigcia laserowego, kompensacja, ciecie matych
i duzych konturéw. Wykorzystanie réznych metod ciecia laserowego dla réznych
materiatéw. Drazenie laserowe.

laboratorium

Wptyw parametréw obrobki na przebieg i efekt ciecia laserowego, ciecie réznych
konturéw. Laserowe ciecie ablacyjne wigzkg skanujacg. Dobdér parametréw
hartowania laserowego wraz z pomiarem twardosci. Stopowanie powierzchni
z wykorzystaniem selektywnego przetapiania wigzkg laserowg. Laserowe drgzenie
otworow w materiatach metalowych. Ksztattowanie laserowe swobodne
i wspomagane mechanicznie.

projekt

Wykonanie projektu procesu technologicznego ciecia, hartowania, drgzenia lub
ksztattowania materiatow.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc )
Symbol
efektu Egzamin E_gzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X X
w02 X X X
W03 X X X
uo1 X X
uo2 X X
K01 X
K02 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Palitachnlka Swistokrzvska
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najmniej 50 % punktow.

Forma . . c .
. Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. : Pozytywne zaliczenie kolokwium koricowego. Uzyskanie co
wyktad zaliczenie z oceng

laboratorium

zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zaje¢ oraz uzyskanie

co najmniej 50 % punktow z kolokwium koncowego.

projekt zaliczenie z ocene

Ocena koncowa na podstawie projektu opracowanego
samodzielnie lub w grupie. Uzyskanie co najmniej 50 %
punktéw.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Obciazenie studenta Jeﬁ(?s
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem WG JE|FP | S|WI6E]L|F]E h
" | studiow 15 15 | 15 9 919

2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2|2 2 2|2 h
Razem przy bezposrednim udziale

. nauczyciela akademickiego o1 33 .
Liczba punktéw ECTS, ktérg student

4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2 1,3 ECTS
nauczyciela akademickiego

5. Liczba godzin samodzielnej pracy 24 42 h
studenta
Liczba punktéw ECTS, ktorg student

6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 1 1,7 ECTS
pracy
Naklad pracy zwigzany z zajeciami

£ o charakterze praktycznym 50 50 .
Liczba punktéw ECTS, ktora student

8. | uzyskujew ramach zaje¢ o 2 2 ECTS
charakterze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca

9. studenta 75 75 h

10. Punkty ECTS za nl'nodu.t o 3 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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